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(57)【要約】
【課題】光素子と光ファイバとの相対的な位置精度を向
上させることが可能な光配線基板、及びこの光配線基板
を備えた光モジュールならびに光アクティブケーブルを
提供する。
【解決手段】光ファイバ７と光学的に結合する光素子３
が搭載される光配線基板１は、板状の絶縁材料からなる
基材１０と、基材１０に設けられた第１の導体パターン
１１とを備え、光ファイバ７を支持するスリーブ２を位
置決めする位置決め部１ｂを第１の導体パターン１１に
よって形成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバと光学的に結合する光素子が搭載される光配線基板であって、
　板状の絶縁材料からなる基材と、
　前記基材に設けられた導体パターンとを備え、
　前記光ファイバを支持する支持部材を位置決めする位置決め部が、前記導体パターンに
よって形成された、
　光配線基板。
【請求項２】
　前記導体パターンは、前記位置決め部における厚さが５０μｍ以上である、
　請求項１に記載の光配線基板。
【請求項３】
　前記光素子と電気的に接続される電子部品が実装され、
　前記位置決め部は、前記電子部品の実装領域を囲むようにパターンニングされた前記導
体パターンによって形成された、
　請求項１又は２に記載の光配線基板。
【請求項４】
　光配線基板、前記光配線基板に搭載された光素子、及び前記光素子と光学的に結合する
光ファイバを支持する支持部材を有し、
　前記光配線基板は、板状の絶縁材料からなる基材と、
　前記基材に設けられた導体パターンとを備え、
　前記支持部材を位置決めする位置決め部が前記導体パターンによって形成された、
　光モジュール。
【請求項５】
　前記光配線基板に前記光素子と電気的に接続される電子部品が実装され、
　前記位置決め部は、前記電子部品の実装領域を囲むようにパターンニングされた前記導
体パターンによって形成された、
　請求項４に記載の光モジュール。
【請求項６】
　前記支持部材は、前記基材に直交する方向に延びる挿通孔が形成された筒状体からなり
、
　前記支持部材の端面に形成された凸部が前記導体パターンに係合することで、前記支持
部材が前記光配線基板に位置決めされた、
　請求項４又は５に記載の光モジュール。
【請求項７】
　前記支持部材は、前記挿通孔に前記光ファイバの端部に装着されたフェルールが挿入さ
れることで前記光ファイバを支持し、
　前記支持部材は、前記フェルールの外径よりも小さな内径を有する小径部と、前記フェ
ルールを収容可能な大径部とを有し、
　前記フェルールは、前記小径部と前記大径部との段差面に突き当てられる、
　請求項６に記載の光モジュール。
【請求項８】
　光ファイバ、及び前記光ファイバの両端部に設けられた一対の光モジュールを有し、
　前記光モジュールは、光配線基板、前記光配線基板に搭載された光素子、及び前記光素
子と光学的に結合する光ファイバを支持する支持部材を有し、
　前記一対の光モジュールのうち、一方の光モジュールの前記光素子は発光素子であり、
かつ他方の光モジュールの前記光素子は受光素子であり、
　前記光配線基板は、
　板状の絶縁材料からなる基材と、
　前記基材に設けられた導体パターンとを備え、
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　前記支持部材を位置決めする位置決め部が前記導体パターンによって形成された、
　光アクティブケーブル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバと光学的に結合する光素子が搭載される光配線基板、この光配線
基板を有する光モジュール、及びこの光モジュールを光ファイバの両端部に有する光アク
ティブケーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ファイバの先端部に装着されたフェルールが嵌合される筒状部材、及び光ファ
イバと光学的に結合する光素子を備えた光モジュールとして、特許文献１に記載の光ファ
イバ用ソケットが知られている。
【０００３】
　この光ファイバ用ソケットは、光素子（光電変換素子）と、光素子が実装された回路基
板を有する回路ブロックと、フェルールが嵌合される筒状のスリーブブロックとを備えて
いる。回路ブロックは、回路基板と、この回路基板と一体成形され、スリーブブロックを
受容する樹脂製の受け部材とを有している。受け部材には、スリーブブロックを嵌挿する
ための円筒状の凹型空洞が形成されている。
【０００４】
　スリーブブロックは、円筒状のスリーブと、集光用のレンズと、スリーブの端面に形成
された一対の嵌合突起とを有している。一方、受け部材には、スリーブブロックの一対の
嵌合突起がそれぞれ嵌入される２つの嵌合穴が形成されている。そして、スリーブブロッ
クは、スリーブの下部が受け部材の凹型空洞に挿入されると共に、嵌合突起が受け部材の
嵌合穴に嵌入されることにより、回路ブロックとの相対的な位置決めがなされる。
【０００５】
　光素子が発光素子である場合、この光素子から光が放射されると、放射された光が集光
レンズによって集光され、フェルールに保持された光ファイバに入射する。また、光素子
が受光素子である場合には、光ファイバから放射された光が集光レンズによって集光され
、光素子に入射する。このようにして、光素子と光ファイバとが光学的に結合する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２４２６５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のように構成された光モジュールでは、光素子の光軸と光ファイバの中心軸とがず
れていると、光素子及び光ファイバの一方から放射された光が他方に十分に入射せず、例
えば光ファイバを信号伝送媒体とする光通信が行えない場合がある。このため、光素子の
光軸と光ファイバの中心軸とは、高精度に一致していることが望ましい。
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載のものでは、例えば回路基板に対する嵌合穴の位置精度が低
いと、光素子の光軸と光ファイバの中心軸とが大きくずれてしまうおそれがある。また、
回路基板に対して嵌合穴を高い位置精度で形成する場合には、コストの上昇を招来してし
まう。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、光素子と光ファイバ
との相対的な位置精度を向上させることが可能な光配線基板、及びこの光配線基板を備え
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た光モジュールならびに光アクティブケーブルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決することを目的として、光ファイバと光学的に結合する光素
子が搭載される光配線基板であって、板状の絶縁材料からなる基材と、前記基材に設けら
れた導体パターンとを備え、前記光ファイバを支持する支持部材を位置決めする位置決め
部が、前記導体パターンによって形成された、光配線基板を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、上記課題を解決することを目的として、光配線基板、前記光配線基板
に搭載された光素子、及び前記光素子と光学的に結合する光ファイバを支持する支持部材
を有し、前記光配線基板は、板状の絶縁材料からなる基材と、前記基材に設けられた導体
パターンとを備え、前記支持部材を位置決めする位置決め部が前記導体パターンによって
形成された、光モジュールを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、上記課題を解決することを目的として、光ファイバ、及び前記光ファ
イバの両端部に設けられた一対の光モジュールを有し、前記光モジュールは、光配線基板
、前記光配線基板に搭載された光素子、及び前記光素子と光学的に結合する光ファイバを
支持する支持部材を有し、前記一対の光モジュールのうち、一方の光モジュールの前記光
素子は発光素子であり、かつ他方の光モジュールの前記光素子は受光素子であり、前記光
配線基板は、板状の絶縁材料からなる基材と、前記基材に設けられた導体パターンとを備
え、前記支持部材を位置決めする位置決め部が前記導体パターンによって形成された、光
アクティブケーブルを提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る光配線基板、光モジュール、及び光アクティブケーブルによれば、光素子
と光ファイバとの相対的な位置精度を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光モジュールを示す斜視図である。
【図２】光モジュールの分解斜視図である。
【図３】光モジュールのスリーブを図１及び図２とは異なる方向から見た斜視図である。
【図４】光配線基板を示す側面図である。
【図５】光配線基板の第１の主面側を示す平面図である。
【図６】光配線基板の第２の主面側を示す平面図である。
【図７】光モジュール及びスリーブの挿通孔に挿入されたフェルール及び光ファイバを、
光配線基板の長手方向に平行で、かつスリーブの中心軸を含む断面で切断した断面図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る光配線基板の第１の主面側を示す平面図である
。
【図９】第２の実施の形態に係る光モジュール及びスリーブの挿通孔に挿入されたフェル
ール及び光ファイバを、光配線基板の長手方向に平行かつスリーブの中心軸を含む断面で
切断した断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る光アクティブケーブルを示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［第１の実施の形態］
　本発明の第１の実施の形態について、図１乃至図７を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る光モジュールを示す斜視図である。図２は、
光モジュールの分解斜視図である。図３は、光モジュールのスリーブを図１及び図２とは
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異なる方向から見た斜視図である。図４は、光配線基板を示す側面図である。
【００１７】
　この光モジュール１００は、光配線基板１と、光ファイバを支持する支持部材としての
スリーブ２と、光配線基板１に搭載された光素子３と、光素子３に電気的に接続された電
子部品４とを備えている。光素子３は、スリーブ２に支持された光ファイバと光学的に結
合する。
【００１８】
　光配線基板１は、表裏一対の第１の主面１０ａ及び第２の主面１０ｂを有する板状の基
材１０と、基材１０の第１の主面１０ａに設けられた第１の導体パターン１１と、基材１
０の第２の主面１０ｂに設けられた第２の導体パターン１２とを有している。基材１０は
、例えばＰＩ（ポリイミド）等の電気絶縁性を有する板状の樹脂材料からなる。本実施の
形態では、基材１０の厚さが例えば１００μｍ以下であり、光配線基板１が可撓性を有し
ている。すなわち、光配線基板１は、フレキシブル基板である。
【００１９】
　第１の導体パターン１１は、第２の導体パターン１２よりも厚く形成されている。図４
に示すように、基材１０の厚さをｔ０、第１の導体パターン１１の厚さをｔ１、第２の導
体パターン１２の厚さをｔ２とすると、ｔ０の望ましい範囲は１０～１００μｍ（１０μ
ｍ以上かつ１００μｍ以下）であり、ｔ１の望ましい範囲は５０～１５０μｍ（５０μｍ
以上かつ１５０μｍ以下）であり、ｔ２の望ましい範囲は５～３５μｍ（５μｍ以上かつ
３５μｍ以下）である。第１の導体パターン１１及び第２の導体パターン１２は、例えば
基材１０の第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに形成された銅箔をエッチングして形成さ
れている。
【００２０】
　光配線基板１は、長方形状であり、その長手方向の一端部がコネクタ部１ａとして形成
されている。コネクタ部１ａは、光配線基板１の長手方向に沿って延びるように形成され
た第２の導体パターン１２によって構成されている。
【００２１】
　光素子３及び電子部品４は、光配線基板１の第１の主面１０ａ側に配置されている。本
実施の形態では、電子部品４が基材１０の第１の主面１０ａに接着剤によって固定されて
実装されている。光素子３は、電子部品４上に配置されている。つまり、光素子３は、電
子部品４を介して光配線基板１に搭載され、電子部品４における第１の主面１０ａ側の面
とは反対側の面に固定されている。
【００２２】
　光素子３は、電気信号を光信号に変換して出力する発光素子、又は光信号を電気信号に
変換して出力する受光素子である。発光素子としては、例えばＶＣＳＥＬ（Vertical Cav
ity Surface Emitting LASER（垂直共振器面発光レーザ））を用いることができ、受光素
子としては、例えばフォトダイオードを用いることができる。
【００２３】
　光素子３が発光素子である場合、電子部品４は、コネクタ部１ａを介して伝送された電
気信号に応じた電流を光素子３に供給するドライブ素子である。また、光素子３が受光素
子である場合、電子部品４は、光素子３からの電気信号を増幅して出力する増幅素子であ
る。
【００２４】
　スリーブ２は、基材１０に直交する方向に延びる挿通孔２ａが形成された筒状体からな
る。より具体的には、スリーブ２は、中心軸Ｃに沿って挿通孔２ａが形成された円筒状で
あり、中心軸Ｃが基材１０に直交するように、光配線基板１の第１の主面１０ａ側に配置
される。また、図３に示すように、スリーブ２には、基材１０の第１の主面１０ａに対向
する端面２ｂに、凸部２０が形成されている。凸部２０は、スリーブ２の端面２ｂにおけ
る外周端部に環状に形成されている。
【００２５】
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　図２に示すように、光配線基板１には、スリーブ２を位置決めする位置決め部１ｂが、
第１の導体パターン１１によって形成されている。スリーブ２は、凸部２０が第１の導体
パターン１１に係合することで、光配線基板１に位置決めされている。次に、この位置決
め構造ならびに第１及び第２の導体パターン１１，１２について、図５及び図６を参照し
て、より詳細に説明する。
【００２６】
　図５は、光配線基板１の第１の主面１０ａ側を示す平面図である。図６は、光配線基板
１の第２の主面１０ｂ側を示す平面図である。
【００２７】
　光配線基板１の位置決め部１ｂは、電子部品４の実装領域を囲むようにパターンニング
された第１の導体パターン１１によって形成されている。より具体的には、第１の導体パ
ターン１１は、それぞれが扇状に形成された第１乃至第８導体部１１１～１１８からなり
、これら第１乃至第８導体部１１１～１１８によって位置決め部１ｂが形成されている。
【００２８】
　第１乃至第８導体部１１１～１１８の外周端部及び内周端部は、同心円状に形成されて
いる。第１乃至第８導体部１１１～１１８の厚さは共通である。すなわち、第１の導体パ
ターン１１は、位置決め部１ｂにおける厚さが５０μｍ以上である。
【００２９】
　スリーブ２は、凸部２０の内側における端面２ｂが第１乃至第８導体部１１１～１１８
に対向し、凸部２０は、第１乃至第８導体部１１１～１１８の外側に配置される。つまり
、凸部２０は、その内周面が第１乃至第８導体部１１１～１１８の外周側の端面に向かい
合う。
【００３０】
　スリーブ２は、凸部２０が位置決め部１ｂに係合して位置決めされた状態で、接着によ
って光配線基板１に固定される。より具体的には、基材１０の第１の主面１０ａにおける
凸部２０に対向する部位に接着剤を塗布した後にスリーブ２を位置決めし、この接着剤が
硬化することにより、スリーブ２が光配線基板１に固定される。なお、接着剤は、スリー
ブ２の凸部２０側に塗布してもよい。また、接着剤を予め塗布することなくスリーブ２を
位置決めした後に、スリーブ２の外周面と光配線基板１との間に跨って接着剤を塗布して
もよい。
【００３１】
　また、本実施の形態では、凸部２０の突出高さが、第１の導体パターン１１の厚さより
も高く形成されているが、凸部２０の突出高さは第１の導体パターン１１の厚さよりも低
くてもよい。ただし、凸部２０の突出高さが第１の導体パターン１１の厚さよりも高い場
合には、位置決め部１ｂにおける第１の導体パターン１１（第１乃至第８導体部１１１～
１１８）の厚さ方向の全体にわたって凸部２０が係合するので、より確実にスリーブ２の
位置決めが行える。
【００３２】
　電子部品４は、基材１０の第１の主面１０ａとは反対側の上面４ａに第１乃至第８の電
極４１～４８を有し、第２の電極４２が第２導体部１１２に、第３の電極４３が第３導体
部１１３に、第４の電極４４が第４導体部１１４に、それぞれボンディングワイヤ５によ
って接続されている。また、電子部品４は、第５の電極４５が第６導体部１１２に、第６
の電極４６が第７導体部１１７に、第７の電極４７が第８導体部１１８に、それぞれボン
ディングワイヤ５によって接続されている。
【００３３】
　光素子３は、電子部品４の上面４ａに接着によって固定されている。光素子３は、電子
部品４の上面４ａとは反対側の上面３ａに第１の電極３１及び第２の電極３２を有し、第
１の電極３１が電子部品４の第１の電極４１に、第２の電極３２が電子部品４の第８の電
極４８に、それぞれボンディングワイヤ５によって接続されている。
【００３４】
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　光素子３及び電子部品４は、実装機（チップマウンタ）によって配置され、固定用の接
着剤によって固定される。この配置の際の基準位置としては、例えば第１の導体パターン
１１の何れかの角部を用いることができる。これにより、光素子３及び電子部品４は、第
１の導体パターン１１に対して高精度に位置決めされて実装される。
【００３５】
　第２の導体パターン１２は、第１乃至第６導体部１２１～１２６からなる。第１乃至第
６導体部１２１～１２６は、第１の導体パターン１１の第２乃至第４導体部１１２～１１
４及び第６乃至第８導体部１１６～１１８に、それぞれバイア１３によって電気的に接続
されている。第１乃至第６導体部１２１～１２６は、基材１０の第２の主面１０ｂの一端
部において光配線基板１の長手方向に沿って延び、コネクタ部１ａを構成する。
【００３６】
　電子部品４は、第２の導体パターン１２の第１乃至第６導体部１１１～１１６ならびに
第１の導体パターン１１の第２乃至第４導体部１１２～１１４及び第６乃至第８導体部１
１６～１１８によって、電源が供給されると共に電気信号が入力又は出力される。すなわ
ち、コネクタ部１ａにおける第１乃至第６導体部１１１～１１６は、一部が電源線であり
、他の一部がグランド線であり、さらにその他の一部が信号線である。
【００３７】
　光素子３が発光素子である場合、光素子３の第１及び第２の電極３１，３２には、電子
部品４から電気信号に応じた電流が供給される。また、光素子３が受光素子である場合、
受光した光信号に応じた電気信号が第１及び第２の電極３１，３２から電子部品４に供給
される。
【００３８】
　図７は、光モジュール１００及びスリーブ２の挿通孔２ａに挿入されたフェルール６及
び光ファイバ７を、光配線基板１の長手方向に平行で、かつスリーブ２の中心軸を含む断
面で切断した断面図である。
【００３９】
　フェルール６は、光ファイバ７の端部に装着された円柱状の部材であり、その軸孔６０
に光ファイバ７が挿通されている。
【００４０】
　スリーブ２は、挿通孔２ａにフェルール６が挿入されることで、光ファイバ７を支持す
る。つまり、スリーブ２は、フェルール６を介して光ファイバ７を支持している。挿通孔
２ａの内径は、フェルール６の外径と実質的に同径に形成され、フェルール６が挿通孔２
ａに挿入されることにより、スリーブ２と光ファイバ７とが同軸上に配置される。なお、
フェルール６は、スリーブ２に接着してもよいが、スリーブ２に対して着脱可能であって
もよい。
【００４１】
　スリーブ２は、フェルール６の外径よりも小さな内径を有する小径部２１と、フェルー
ル６を収容可能な大径部２２とを有している。フェルール６は、スリーブ２の小径部２１
と大径部２２との段差面２１ａに突き当てられている。つまり、フェルール６は、基材１
０の第１の主面１０ａに対向する軸方向端面６ａがスリーブ２の段差面２１ａに当接して
いる。これにより、光配線基板１に対するフェルール６及び光ファイバ７の軸方向の位置
が決められている。
【００４２】
　図７では、光素子３が発光素子であり、この光素子３の発光部３０から放射された光の
光束を符号３０ａで図示している。この光束３０ａは、光ファイバ７のクラッド７０に覆
われたコア７１に入射する。なお、光素子３が受光素子である場合には、光ファイバ７の
コア７１から放射された光が光素子３の受光部に入射する。このようにして、光素子３は
光ファイバ７と光学的に結合する。
【００４３】
（第１の実施の形態の作用及び効果）
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　以上説明した本発明の第１の実施の形態によれば、以下に述べる作用及び効果が得られ
る。
【００４４】
（１）スリーブ２は、第１の導体パターン１１によって形成された位置決め部１ｂによっ
て位置決めされるので、光素子３と光ファイバ７との相対的な位置精度を高めることがで
きる。つまり、仮にスリーブ２の位置決めを、スリーブ２に設けられた突起と基材１０に
形成された孔との嵌合によって行う場合には、この孔を形成する際の工具の位置決め精度
等によっては光素子３と光ファイバ７との相対的な位置精度が低下してしまうおそれがあ
るが、本実施の形態によれば、第１の導体パターン１１（位置決め部１ｂ）によってスリ
ーブ２の位置決めがなされるので、例えば上記のように突起と孔との嵌合によってスリー
ブ２の位置決めをする場合に比較して、光配線基板１に対するスリーブ２の位置精度を高
めることができ、ひいては光素子３と光ファイバ７との相対的な位置精度を高めることが
できる。
【００４５】
（２）第１の導体パターン１１は、位置決め部１ｂにおける厚さが５０μｍ以上であるの
で、位置決め部１ｂによるスリーブ２の位置決めを確実に行うことができる。
【００４６】
（３）位置決め部１ｂは、電子部品４の実装領域を囲むようにパターンニングされた第１
の導体パターン１１（第１乃至第８導体部１１１～１１８）によって形成されている。す
なわち、電子部品４は、スリーブ２の端面２ｂと対向する位置に実装されるので、光配線
基板１を小型化することが可能となる。また、本実施の形態では、光素子３が電子部品４
上に配置されるので、さらに光配線基板１を小型化することが可能となる。
【００４７】
（４）フェルール６は、スリーブ２の段差面２１ａに突き当てられるので、フェルール６
の軸方向における光ファイバ７の端面の位置を正確に固定することができる。これにより
、光素子３と光ファイバ７との距離の精度を高め、光素子３と光ファイバ７との光学的な
結合を確実に行うことができる。
【００４８】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態について、図８及び図９を参照して説明する。図８は
、第２の実施の形態に係る光配線基板１Ａの第１の主面１０ａ側を示す平面図である。図
９は、第２の実施の形態に係る光モジュール１００及びスリーブ２の挿通孔２ａに挿入さ
れたフェルール６及び光ファイバ７を、光配線基板１Ａの長手方向に平行で、かつスリー
ブ２の中心軸を含む断面で切断した断面図である。図８及び図９において、第１の実施の
形態について説明したものと実質的に同一の機能を有する構成要素については、第１の実
施の形態と共通する符号を付して、その重複した説明を省略する。
【００４９】
　第１の実施の形態では、電子部品４の上面４ａに設けられた電極（第１乃至第８の電極
４１～４８）がボンディングワイヤ５によって第１の導体パターン１１（第２乃至第４導
体部１１２～１１４及び第６乃至第８導体部１１６～１１８）に接続された場合について
説明したが、第２の実施の形態に係る電子部品４は、その電極が光配線基板１Ａの第１の
主面１０ａとの対向面に設けられ、フリップチップ実装されている。
【００５０】
　より具体的には、本実施の形態に係る光配線基板１Ａは、第１の導体パターン１１Ａと
して、第１の実施の形態と同様の第１乃至第８導体部１１１～１１８に加え、電子部品４
の第１乃至第８の電極４１～４８に半田付け等によって接続される電極接続用の複数の導
体部１１９ａ～１１９ｈを有している。複数の導体部１１９ａ～１１９ｈは、図９に示す
ように、第１乃至第８導体部１１１～１１８よりも厚みが薄く形成されている。
【００５１】
　図８に示すように、複数の導体部１１９ａ～１１９ｈのうち、導体部１１９ａには、電
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子部品４の第１の電極４１が接続されている。以下同様に、導体部１１９ｂ～１１９ｈに
は、電子部品４の第２乃至第８の電極４２～４８が接続されている。また、導体部１１９
ｂ～１１９ｄは、第２乃至第４の導体部１１２～１１４にそれぞれ連続して形成され、電
気的に導通している。同様に、導体部１１９ｅ～１１９ｇは、第２乃至第４の導体部１１
６～１１８にそれぞれ連続して形成され、電気的に導通している。
【００５２】
　光素子３は、電子部品４における第１の主面１０ａとの対向面とは反対側の面（上面４
ａ）に接着によって固定されている。光素子３の第１の電極３１は導体部１１９ａに、第
２の電極３２は導体部１１９ｈに、それぞれボンディングワイヤ５によって接続されてい
る。以上の構成により、本実施の形態に係る１００は、第１の実施の形態に係る光モジュ
ール１００と同様に動作する。
【００５３】
　本実施の形態によっても、第１の実施の形態について述べた作用及び効果と同様の作用
及び効果が得られる。
【００５４】
［第３の実施の形態］
　図１０は、第１の実施の形態に係る光モジュール１００が光ファイバの両端部に設けら
れた光アクティブケーブル１０１を示す構成図である。
【００５５】
　この光アクティブケーブル１０１は、光ファイバ７を光ファイバ素線として有する光フ
ァイバ心線８と、フェルール６と、送信用及び受信用の一対の光モジュール１００とを有
している。以下の説明では、一対の光モジュール１００のうち、送信用の光モジュール１
００を送信用光モジュール１００Ａとし、受信用の光モジュール１００を受信用光モジュ
ール１００Ｂとして説明する。
【００５６】
　送信用光モジュール１００Ａ及び受信用光モジュール１００Ｂは、それぞれ光素子３及
び電子部品４が光配線基板１に搭載されている。送信用光モジュール１００Ａは、光素子
３が発光素子であり、電子部品４が光素子３に電流を供給するドライブ素子である。受信
用光モジュール１００Ｂは、光素子３が受光素子であり、電子部品４が光素子３からの電
気信号を増幅して出力する増幅素子である。
【００５７】
　光ファイバ心線８は、光ファイバ７（図７，図８に示す）を、例えばシリコンからなる
緩衝層、及び例えばプラスチックからなる外被で覆って構成されている。
【００５８】
　光アクティブケーブル１０１は、例えば情報処理装置間の信号の送受信に用いられる。
この場合、一方の情報処理装置のマザーボードに設けられた雌コネクタに送信用光モジュ
ール１００Ａの光配線基板１のコネクタ部１ａが嵌合し、他方の情報処理装置のマザーボ
ードに設けられた雌コネクタに受信用光モジュール１００Ｂの光配線基板１のコネクタ部
１ａが嵌合する。
【００５９】
　送信用光モジュール１００Ａの電子部品４は、光配線基板１のコネクタ部１ａを介して
入力された信号に応じて光素子３に電流を供給し、光素子３（発光素子）を発光させる。
この光素子３から放射された光は、光ファイバ７を媒体として受信用光モジュール１００
Ｂに伝搬し、受信用光モジュール１００Ｂの光素子３（受光素子）に受光される。この光
素子３の出力信号は、受信用光モジュール１００Ｂの電子部品４で増幅され、光配線基板
１のコネクタ部１ａから出力される。これにより、光アクティブケーブル１０１を介した
信号伝送がなされる。
【００６０】
　この光アクティブケーブル１０１によれば、光ファイバ心線８をマザーボードに対して
平行に引き出すことができるため、一方のマザーボードと他方のマザーボードとの間の光
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ファイバ７に対する曲げを少なくすることができる。これにより、光ファイバ７の曲げに
よる光の損失を抑制することができる。
【００６１】
　なお、第２の実施の形態に係る光モジュール１００を両端部に設けて光アクティブケー
ブル１０１を構成することも可能である。
【００６２】
（実施の形態のまとめ）
　次に、以上説明した実施の形態から把握される技術思想について、実施の形態における
符号等を援用して記載する。ただし、以下の記載における各符号は、特許請求の範囲にお
ける構成要素を実施の形態に具体的に示した部材等に限定するものではない。
【００６３】
［１］光ファイバ（７）と光学的に結合する光素子（３）が搭載される光配線基板（１）
であって、板状の絶縁材料からなる基材（１０）と、前記基材（１０）に設けられた導体
パターン（１１）とを備え、前記光ファイバ（７）を支持する支持部材（２）を位置決め
する位置決め部（１ｂ）が、前記導体パターン（１１）によって形成された、光配線基板
（１）。
【００６４】
［２］前記導体パターン（１１）は、前記位置決め部（１ｂ）における厚さが５０μｍ以
上である、［１］に記載の光配線基板（１）。
【００６５】
［３］前記光素子（３）と電気的に接続される電子部品（４）が実装され、前記位置決め
部（１ｂ）は、前記電子部品（４）の実装領域を囲むようにパターンニングされた前記導
体パターン（１１）によって形成された、［１］又は［２］に記載の光配線基板（１）。
【００６６】
［４］光配線基板（１）、前記光配線基板（１）に搭載された光素子３、及び光素子（３
）と光学的に結合する光ファイバ（７）を支持する支持部材（スリーブ２）を有し、前記
光配線基板（１）は、板状の絶縁材料からなる基材（１０）と、前記基材（１０）に設け
られた導体パターン（１１）とを備え、前記支持部材（２）を位置決めする位置決め部（
１ｂ）が前記導体パターン（１１）によって形成された、光モジュール（１００）。
【００６７】
［５］前記光配線基板（１）に前記光素子（３）と電気的に接続される電子部品（４）が
実装され、前記位置決め部（１ｂ）は、前記電子部品（４）の実装領域を囲むようにパタ
ーンニングされた前記導体パターン（１１）によって形成された、［４］に記載の光モジ
ュール（１００）。
【００６８】
［６］前記支持部材（２）は、前記基材（１０）に直交する方向に延びる挿通孔（２０）
が形成された筒状体からなり、前記支持部材（２）の端面（２ｂ）に形成された凸部（２
０）が前記導体パターン（１１）に係合することで、前記支持部材（２）が前記光配線基
板（３）に位置決めされた、［４］又は［５］に記載の光モジュール（１００）。
【００６９】
［７］前記支持部材（２）は、前記挿通孔（２０）に前記光ファイバ（７）の端部に装着
されたフェルール（６）が挿入されることで前記光ファイバ（７）を支持し、前記支持部
材（２）は、前記フェルール（６）の外径よりも小さな内径を有する小径部（２１）と、
前記フェルール（６）を収容可能な大径部（２２）とを有し、前記フェルール（６）は、
前記小径部（２１）と前記大径部（２２）との段差面（２１ａ）に突き当てられる、［６
］に記載の光モジュール（１００）。
【００７０】
［８］光ファイバ（７）、及び前記光ファイバ（７）の両端部に設けられた一対の光モジ
ュール（１００）を有し、前記光モジュール（１００）は、光配線基板（１）、前記光配
線基板（１）に搭載された光素子（３）、及び前記光素子（３）と光学的に結合する光フ
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ァイバ（７）を支持する支持部材（２）を有し、前記一対の光モジュール（１００）のう
ち、一方の光モジュール（１００Ａ）の前記光素子（３）は発光素子であり、かつ他方の
光モジュール（１００Ｂ）の前記光素子（３）は受光素子であり、前記光配線基板（１）
は、板状の絶縁材料からなる基材（１０）と、前記基材（１０）に設けられた導体パター
ン（１１）とを備え、前記支持部材（２）を位置決めする位置決め部（１ｂ）が前記導体
パターン（１１）によって形成された、光アクティブケーブル（１０１）。
【００７１】
　以上、本発明の第１乃至第４の実施の形態を説明したが、上記実施の形態は特許請求の
範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態の中で説明した特徴の組合せ
の全てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは限らない点に留意すべきであ
る。
【００７２】
　また、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変形して実施することが可能である
。例えば、上記第１及び第２の実施の形態では、光配線基板１に１つの光素子３が搭載さ
れた場合について説明したが、これに限らず、複数の光素子３が搭載されていてもよい。
また、位置決め部１ｂ等の形状も、各図面に具体的に例示したものに限らない。
【００７３】
　また、上記各実施の形態では、支持部材としてのスリーブ２が円筒状である場合につい
て説明したが、これに限らない。つまり、支持部材は光ファイバを支持することが可能で
あれば、角筒状であってもよく、また筒状に限定されることもない。またさらに、支持部
材は、フェルールを介することなく直接的に光ファイバを支持してもよく、内部に光を集
光させるための集光レンズを有していてもよい。
【符号の説明】
【００７４】
１，１Ａ…光配線基板
１ｂ…位置決め部
１０…基材
１１…第１の導体パターン
１２…第２の導体パターン
２…スリーブ（支持部材）
２ａ…挿通孔
２０…凸部
３…光素子
４…電子部品
６…フェルール
７…光ファイバ
１００…光モジュール
１０１…光アクティブケーブル
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